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Druckiibertragungseinrichtung zum Bonden von Chips auf ein Substrat

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Druckiibertragungseinrichtung zum
Bonden einer Vielzahl von Chips auf ein Substrat gem&8 Anspruch 1 und
eine Bondvorrichtung zum Bonden einer Vielzahl von Chips auf ein

Substrat gem&afl Anspruch 8.

In der Halbleiterindustrie existieren mehrere Moglichkeiten,
unterschiedliche funktionelle Einheiten miteinander zu verbinden,
insbesondere zu bonden. Eine dieser Moglichkeiten ist das Chip-to-Wafer
(C2W)-Verfahren, bei welchem einzelne Chips mit einem Substrat einzeln
gebondet werden. Ein weiteres wichtiges Verfahren stellt das sogenannte
»advanced-chip-to-wafer” (AC2W)-Verfahren dar, bei welchem die Chips
zundchst vorldufig (temporédr) mit dem Substrat verbunden werden und eine
permanente Verbindung in einem Bondschritt gemeinsam erfolgt, wobei alle
Chips gleichzeitig mit dem Substrat permanent gebondet werden. Bei dem
Bondschritt werden die Chips und das Substrat aufgeheizt, wihrend die
Chips auf das Substrat gepresst werden (Bondkraft).

Durch die vorgenannten Druck- und Heizvorgidnge entstehen insbesondere
bei den immer kleiner werdenden Strukturen technische Probleme,

beispielsweise durch thermische Ausdehnung wahrend des Aufheizens.
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Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
Druckiibertragungseinrichtung beziehungsweise eine Bondvorrichtung
anzugeben, mit der das vorgenannte Verfahren optimiert werden kann und

Ausschuss beim Bonden minimiert wird.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der Anspriiche 1 und 8 gelost.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspriichen
angegeben. In den Rahmen der Erfindung fallen auch sdmtliche
Kombinationen aus zumindest zwei von in der Beschreibung, den
Anspriichen und/oder den Zeichnungen angegebenen Merkmalen. Bei
Wertebereichen sollen auch innerhalb der genannten Grenzen liegende
Werte als Grenzwerte offenbart und in beliebiger Kombination

beanspruchbar sein.

Grundgedanke der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Druckiibertragungseinrichtung zum Bonden einer Vielzahl von Chips auf ein
Substrat derart auszugestalten, dass diese eine gleitende Bewegung des
Druckkérpers quer zur Bondrichtung B zulassend ausgebildet ist. Es ist
jedoch von Vorteil, wenn Begrenzungsmittel zur Begrenzung der gleitenden
Bewegung quer zur Bondrichtung B vorgesehen sind, insbesondere in Form
von Fixiermitteln zur Fixierung der Druckiibertragungseinrichtung an einem
Haltekdrper in der Bondrichtung B. Besonders vorteilhaft ist die
Verwendung der vorliegenden Erfindung mit einem AC2W-Verfahren, bei
welchem die Chips tempordr mit dem Substrat verbunden werden und dann
unter Verwendung der Druckiibertragungseinrichtung in einem Bondprozess
gebondet werden. Dabei ist es erfindungsgemil von Vorteil, wenn vor der
Druckiibertragung der Aufheizvorgang auf die Bondtemperatur zumindest
liberwiegend abgeschlossen ist. Hierdurch kann der Druckkorper freier quer
zur Bondrichtung B gleiten als bei einer anliegenden Bondkraft in

Bondrichtung B.
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Als Substrat kommt insbesondere ein Halbleiter, vorzugsweise ein Wafer, in

Frage.

Durch die Erfindung wird das technische Problem von beim Bonden
auftretenden Thermospannungen zwischen der
Druckiibertragungseinrichtung und der Chipoberflichen zumindest
weitgehend geldst, da nur noch die Spannungen des Druckkorpers selbst
relevant sind, da dieser durch die erfindungsgeméfie Gleitschicht von allen
Bauteilen jenseits der Gleichschicht quer zur Bondrichtung B zumindest
iberwiegend entkoppelt ist. Die Gleitschicht erlaubt somit eine nahezu
vollstdndig reibungsfreie Relativbewegung der an ihr angrenzenden
Bauteile. ErfindungsgemdB ist die Gleitschicht insbesondere als,
vorzugsweise liberwiegend kohlenstoffhaltiger, Festkérper ausgebildet.
Bevorzugt wird als Material Graphit, dessen Basalebenen insbesondere
zumindest iiberwiegend normal zur Bondrichtung B ausgerichtet ist,

gewihlt.

Gemél einer vorteilhaften Ausfiihrungsform der Erfindung ist vorgesehen,
dass die Fixiermittel quer zur Bondrichtung B elastisch ausgebildet sind.
Die Fixiermittel kdnnen somit gleichzeitig fiir einen Zusammenhalt der
Druckiibertragungseinrichtung in Bondrichtung B sorgen, wihrend die
gleitende Bewegung des Druckkdrpers quer zur Bondrichtung B zugelassen
wird. Gleichzeitig konnen die Fixiermittel auf diese Weise als die oben
beschriebenen Begrenzungsmittel wirken und nehmen somit mehrere

erfindungsgeméfe Funktionen ein.

Dabei 1st es von besonderem Vorteil, wenn die Fixiermittel als Klemmen
zur Klemmung eines Druckkdrpers in Richtung des Haltekdrpers,
insbesondere mit dazwischen angeordneter Gleitschicht, ausgebildet sind.
Diese Ausgestaltung ist besonders einfach und platzsparend realisierbar und

erfiillt die obengenannten Mehrfachfunktionen.
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In Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Druckkérper,
insbesondere hinsichtlich Material und/oder Abmessungen, derart
ausgewdhlt wird, dass seine Warmeausdehnungseigenschaften zumindest in
Querrichtung zur Bondrichtung B mit den Wirmeausdehnungseigenschaften
des Produktsubstrats korrespondieren. Bevorzugt wird als Material das
Material des Substrats und/oder der Chips gewihlt. Insbesondere ist es
erfindungsgemif von Vorteil, wenn die Abmessungen des Druckkorpers im
Wesentlichen mit den Abmessungen des Substrats, insbesondere quer zur
Bondrichtung B, ilibereinstimmen. Die Wiarmeausdehnungseigenschaften
umfassen insbesondere den thermischen Ausdehnungskoeffizienten des
Druckkoérpers und/oder des Substrats und/oder der Chips. Insbesondere,
aber nicht ausschlieend k6nnen Matierialklassen wie Metalle, Keramiken,
Kunststoffe oder Verbundmaterialien verwendet werden. Im besonderen Si,
CTE angepasstes Glas, also Glas, dessen thermischer
Ausdehnungskoeffizient an den des Produktsubstrats angeglichen wurde,
Niedrig-CTE Metalle etc. CTE angepasstes Glass und Niedrig-CTE Metalle
sind auch unter den englischen Bezeichnungen ,,CTE matched glass* und
»low CTE metals“ bekannt. Bevorzugt werden vor allem Materialien, deren
thermische Leitfihigkeit sehr hoch ist. Der thermische
Ausdehnungskoeffizient von Silizium beispielsweise betrigt ca.2.6%10° K-
'. Der Absolutbetrag der Differenz der thermischen
Ausdehnungskoeffizienten von Produktsubstrat und erfindungsgemélfer
Ausfithrungsform ist kleiner 100*¥10°® K*!, mit Vorzug kleiner 10%10°® K™,
mit groBerem Vorzug kleiner 1¥10°® X!, mit groBtem Vorzug kleiner
0.1*10°° K™!, mit allergréBtem Vorzug kleiner 0.01*10°° K™', am idealsten 0
K.

Indem eine zumindest in Bondrichtung B elastische, insbesondere an
Zwischenrdumen der Chips zumindest teilweise unterbrochene, Schicht zum

Druckausgleich vorgesehen ist, werden durch die
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Druckiibertragungseinrichtung auch Dehnungen, Spannungen und
Hoéhenunterschiede in Bondrichtung B ausgeglichen, so dass eine homogene
Druckbeaufschlagung ermdglicht wird. Die elastische Schicht dient somit
als Kompensationsschicht. Insbesondere weist die elastische Schicht ein
Elastizitdtsmodul zwischen 1 MPa und 100 GPa, vorzugsweise zwischen
1 MPa und 10 GPa, noch bevorzugter zwischen 1 MPa und 1 GPa, auf.
Bevorzugte Materialien sind Polymere. Als Vergleichswert des
Elastizitdtsmoduls dient Kautschuk mit einem effektiven isotropen
Elastizititsmodul von ungefdhr 1 MPa. Faserverstiarkte Polymere sind
bevorzugt mit einem effektiven Elastizitdtsmodul entlang der
Faserldngsachse von circa 100 GPa. Diese markieren die Obergrenze des

elastischen Materials.

In einer weiteren, vorteilhaften Ausfithrungsform der Erfindung ist
vorgesehen, dass zwischen dem Druckkdrper und den Chips eine harte,
insbesondere an Zwischenrdumen der Chips zumindest teilweise
unterbrochene, Schicht zur unmittelbaren Druckiibertragung auf die Chips
vorgesehen ist. Die harte Schicht weist einen groBeren Elastizitdtsmodul
(insbesondere doppelt so groB3) als die elastische Schicht auf, wobei die
harte Schicht als Schutzschicht dient. Insbesondere dient die harte Schicht
auch dazu, eine plane Oberfldche auszubilden, insbesondere mit einer
mittleren Oberflichenrauigkeit kleiner 10 um, vorzugsweise kleiner 1 um,
noch bevorzugter kleiner 100 nm, am Bevorzugtesten kleiner 10 nm.
Vorzugsweise wird die harte Schicht als ultraharte Schicht ausgebildet.
Bevorzugte Materialien sind Metalle und Keramiken, insbesondere
Eisenwerkstoffe, Buntmetalle, Hartmetalle, Nitridschichten,
Karbidschichten, Boridschichten, Oxidkeramiken. Die Dicke der harten
Schicht in Bondrichtung B ist kleiner als 10 mm, bevorzugter kleiner 5
mm, noch bevorzugter kleiner 2 mm, am bevorzugtesten kleiner 500 pm, am

aller bevorzugtesten kleiner als 100pm.
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Mit Vorteil ist gem&B einer weiteren Ausfithrungsform vorgesehen, dass der
Druckkdrper am Umfang der ersten Druckseite angeordnete Fixierstellen,
insbesondere in Form eines, vorzugsweise ringformigen, Riicksprungs,
aufweist. Auf diese Weise ist eine platzsparende Fixierung des
Druckkorpers an dem Haltekdrper mdéglich, wobei auf Grund einer etwaigen
Wirmeibertragung von dem Haltekdrper bis zu den zu bondenden Chips
beim Bonden eine moéglichst diinne Ausgestaltung der Druckiibertragungs-

einrichtung in Bondrichtung B von Vorteil ist.

Fir die erfindungsgeméBe Bondvorrichtung gelten die beschriebenen

Merkmale der Druckiibertragungseinrichtung analog.

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich
aus der Beschreibung bevorzugter Ausfithrungsbeispiele sowie anhand der

Zeichnungen. Diese zeigen in:

Figur 1 eine schematische Seitenansicht der erfindungsgemifBen

Bondvorrichtung,

Figur 2a  eine schematische Detailansicht der erfindungsgeméfBien

Bondvorrichtung in einer ersten Ausfiihrungsform,

Figur 2b  eine schematische Ansicht einer erfindungsgeméBen, weiteren

Ausfiithrungsform der Druckiibertragungseinrichtung,

Figur 2¢ eine schematische Seitenansicht der erfindungsgeméifBen
Druckiibertragungseinrichtung in einer weiteren

Ausflihrungsform,

Figur 3a eine schematische Detailansicht einer weiteren

Ausfihrungsform der erfindungsgeméBen Bondvorrichtung,
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Figur 3b eine schematische Seitenansicht der erfindungsgeméfien
Druckiibertragungseinrichtung in einer weiteren

Ausfiihrungsform und

Figur 3¢ eine schematische Seitenansicht der erfindungsgemiflen
Druckiibertragungseinrichtung in einer weiteren

Ausfithrungsform.

In den Figuren sind gleiche oder gleichwirkende Bauteile mit den gleichen

Bezugszeichen gekennzeichnet.

Figur 1 zeigt in schematischer und stark vereinfachter Darstellung einer
Bondvorrichtung mit einem eine Bondkammer 16 umschlieBenden Gehéuse
11, die iber eine nicht dargestellte, mit einer nicht dargestellten Tir
verschlieBbare Offnung be- und entladen werden kann. In der Bondkammer
16 ist eine definierte Atmosphéire und Temperatur einstellbar, wofiir
entsprechende Zu- und Ableitungen respektive Heizmittel vorgesehen sein
konnen. Als Heizmittel dienen insbesondere der Haltekdrper 9 und/oder die
Aufnahme 10.

Am Boden der Bondkammer 16 ist eine Aufnahme 10 zur Aufnahme eines
Produktsubstrats 14 vorgesehen, wobei eine Fixierung des Produktsubstrats
insbesondere durch Vakuumbahnen, mechanische Klemmung oder durch

Elektrostatik erfolgen kann.

Das Produktsubstrat 14 besteht aus einem Substrat 12, das auf der
Aufnahme 10 aufliegt und an dieser fixiert wird und auf dem Substrat 12
temporér fixierten Chips 13, zu deren permanenter Fixierung die

Bondvorrichtung vorgesehen ist.

Oberhalb der Aufnahme 10 ist ein Haltekérper 9 vorgesehen, wobei der

Haltekorper 9 gegeniiber der Aufnahme 10 relativbeweglich ist, und zwar in
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einer X-, einer Y- und einer Z-Richtung. Der Haltekdrper 9 kann mit
Vorzug auch um die X-, Y- und/oder Z-Achse gedreht werden um einen
Keilfehler auszugleichen oder die Orientierung der Oberflichen zueinander
zu verbessern. Die Relativbewegung erfolgt bevorzugt durch Bewegung des
Haltekdrpers 9, wahrend die Aufnahme 10 starr ist beziehungsweise keine

Freiheitsgrade aufweist.

Nach Beladen des Produktsubstrats 14 in die Bondkammer 16 und
Anbringen einer Druckiibertragungseinrichtung 1 an einer Unterseite 9u des
Haltekdrpers 9 wird die Druckiibertragungseinrichtung 1 gegeniiber dem
Produktsubstrat 14 ausgerichtet und abgesenkt, bis die
Druckiibertragungseinrichtung 1 an ihrer dem Produktsubstrat 14
gegeniiberliegenden Seite 1u anliegt und durch eine entsprechende
Steuerung der Bewegung in Bondrichtung B wird eine definierte Bondkraft
auf eine Chipoberfliche 130 der Chips 13 ausgeiibt. Gleichzeitig oder
anschlieBend wird das Produktsubstrat 14 auf eine Bondtemperatur

aufgeheizt. Der Prozess wird durch eine Steuereinrichtung gesteuert.

In Figur 2a sind die Druckiibertragungseinrichtung 1 und das
Produktsubstrat 14 im Detail dargestellt, wobei die Relationen der
dargestellten Teile aus Darstellungszwecken stark schematisiert sind und,

insbesondere die Chips 13, nicht den wahren Gegebenheiten entsprechen.

Bei der ersten gezeigten Ausfiihrungsform gemif Figur 2a weist die
Druckiibertragungseinrichtung 1 neben einem Druckkdrper 2, den alle
Ausfithrungsformen aufweisen, zusdtzlich einen Haltekdrper 4 auf, der mit
dem Druckkdrper 2 iiber ein Fixiermittel 8 in Form mehrerer, am Umfang
des Druckkdérpers 2 und des Haltekdrpers 4 aufgeclipsten Klemmen

zusammengeklemmt ist.
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Zwischen dem Druckkérper 2 und dem Haltek6rper 4 ist eine Gleitschicht 3,
insbesondere vollfldchig, vorgesehen, durch die eine gleitende Bewegung

des Druckkdrpers 2 quer zur Bondrichtung B ermdglicht wird.

Der Druckkdrper 2 und der Haltekdrper 4 sind insbesondere anndhernd

spiegelbildlich (gespiegelt an der Gleitschicht 3) ausgebildet.

An dem Haltekdrper 9 der Bondvorrichtung wird die
Druckiibertragungseinrichtung 1 durch das Fixiermittel 8, insbesondere an
den Klemmen angeformte Arme 8a fixiert. Alternativ oder zusédtzlich kann
der Haltekdrper 4 an dem Haltekdrper 9 durch Vakuumbahnen fixiert

werden,

Die Fixiermittel 8 weisen einen U-formigen Abschnitt 8u auf, zwischen
dessen Armen die Klemmung des Druckkdrpers 2 mit dem Haltekérper 4
erfolgt. Der U-formige Abschnitt 8u umschlief3t somit einen Teil des
Umfangs des Druckkdrpers 2 und des Haltek6rpers 4. Zum Eingriff des U-
formigen Abschnitts 8u sind am Druckkdrper 2 an einer ersten Druckseite
20 Fixierstellen 17 angeordnet, insbesondere in Form eines, insbesondere
vorzugsweise ringformigen Riicksprungs am Umfang des Druckkdrpers 2.
Quer zur Bondrichtung B ist an der Fixierstelle ein Spiel 18 vorgesehen,
damit eine gleitende Bewegung des Druckkérpers 2 quer zur Bondrichtung

B ermoglicht wird.

Der gegeniiberliegende Arm des U-formigen Abschnitts 8u greift in eine
korrespondierende Fixierstelle des Haltekorpers 4, wobei hier mit Vorzug

eine Fixierung ohne Spiel vorgesehen ist.

An einer ersten Druckseite 20 des Druckkdrpers 2, die von der Gleitschicht
3 abgewandt ist, sind Druckelemente 5 angebracht, und zwar an zu den

Chips 13 auf dem Substrat 12 korrespondierende Positionen entlang der X-
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und Y-Richtung, also entlang der ersten Druckseite 20. Die Druckelemente
5 bestehen aus einer elastischen Schicht 6, die jeweils korrespondierend zu
Zwischenrdumen 15 zwischen den Chips 13 unterbrochen ist und einer auf
der elastischen Schicht 6 jeweils aufgebrachten harten Schicht 7. Diese ist
ebenfalls analog der elastischen Schicht 6 im Bereich der Zwischenrdume
15 unterbrochen, so dass etwaige quer zu der Bondrichtung verlaufende

Seitenkrifte bei einer Druckbeaufschlagung der Chips 13 minimiert werden.

Bei einer Druckbeaufschlagung der Chips 13 mit der Druckfldche 1u, hier
an einer Oberfldche 70 der harten Schicht 7, wobei jeweils Schwerpunkte 5s
der Druckelemente 5 zentriert zu Schwerpunkten 13s der einzelnen Chips 13
ausgerichtet sind. Durch die &hnlichen oder identischen thermischen
Ausdehnungskoeffizienten des Druckkdrpers 2 und des Substrats 12 und
durch die weitgehend reibungsfreie Relativbewegung des Druckkérpers 2
quer zur Bondrichtung B folgen die Druckelemente 5 exakt den Chips 13, so

dass keine Querverschiebungen und Querkrifte verursacht werden.

In der Figur 2b ist ein vereinfachtes Fixiermittel 8” vorgesehen, bei dem die
Fixierung des Druckkdrpers 2 und des Haltekdrpers 4 durch ein
modifiziertes Fixiermittel 8’ erfolgt, das ausschliefilich an Fixierstellen des
Druckkdrpers 2, nicht jedoch an dem Haltekorper 4 fixiert, so dass die
Fixierung in Bondrichtung B zwischen dem Druckkorper 2 und dem
Haltekérper 9 erfolgt. Die Kinematik des Druckkérpers 2 und der
Gleitschicht 3 mit dem Spiel 18 ist die bei der Figur 2a. Es ergibt sich
somit eine gednderte Druckiibertragungseinrichtung 1’ in einfacherer
Ausfithrung, da das Fixiermittel 8’ und der Haltekdrper 4° einfacher

ausgefiihrt sind.

Bei der Ausfiihrungsform geméfBl Figur 2¢ wird auf den Haltekdrper 4
verzichtet und die Gleitschicht 3 direkt zwischen dem Druckkdérper 2 und

dem Haltekdrper 9 vorgesehen. Es ergibt sich eine geédnderte
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Druckiibertragungseinrichtung 1°°, die einfacher als die vorbeschriebenen
Druckiibertragungseinrichtungen 1, 1’ ausgebildet sind, da auf einen
Haltekorper 4, 4° verzichtet werden kann und die
Druckiibertragungsrichtung 1°’ diinner ausgebildet werden kann und die

Wirme besser libertridgt, soweit diese von dem Haltekdrper 9 erzeugt wird.

Bei der in Figur 3a gezeigten Ausfiihrungsform wird dagegen auf die in den
Figuren 2a bis 2c gezeigten Druckelemente 5 verzichtet, so dass die erste
Druckseite 20 des Druckkdrpers 2 die Funktion der harten Schicht 7
ibernimmt. Eine elastische Schicht 6 ist zwischen dem Druckkdrper 2 und
dem Haltekodrper 4 vorgesehen. An der Grenzfldche zwischen der
elastischen Schicht 6° und dem Druckkérper 2 ist die Gleitschicht 3
vorgesehen, wihrend das Fixiermittel 8 dem Fixiermittel 8 aus Figur 2a
entspricht. Es ergibt sich somit eine gednderte Ausfilhrungsform der

Druckiibertragungseinrichtung 1.

Die erste Druckseite 20 wirkt bei dieser Ausfithrungsform als Druckfldche

1u’, mit der Druck auf die Chipoberfldche 130 der Chips 13 ausgeiibt wird.

Bei der in Figur 3b gezeigten Ausfiihrungsform sind entsprechend der in 2b
gezeigten Ausfihrungsform die Fixiermittel 8 vorgesehen, die auf einen
Eingriff mit dem Haltekdrper 4° verzichten. Es ergibt sich somit eine

gednderte Ausfiihrungsform der Druckiibertragungseinrichtung 1°°°’.

In der in Figur 3c gezeigten Ausfihrung der Druckiibertragungseinrichtung
1’77 wird auf den Haltekdrper 4, 4’ auf den Haltekorper 4, 4° verzichtet,
entsprechend der in Figur 2c beschriebenen Ausfithrung. Entsprechend

werden auch Fixiermittel analog den Fixiermitteln 8°” verwendet.
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Druckiibertragungseinrichtung zum Bonden von Chips auf ein Substrat

1,1),17,,1’,3, 155!7

lu, 1w’
2
20
2f

3

4, 4°
5

6, 6’
7

8, 8,8
8a
8u
9
9u
10
11
12
13
130
13s
14

Bezugszeichenliste

Druckiibertragungseinrichtung

Druckflichen

Druckkorper

erste Druckseite

zweite Druckseite

Gleitschicht

Haltekorper

Druckelement

elastische Schicht

harte Schicht

Fixiermittel

Arme

u-formiger Abschnitt

Haltekdrper

Unterseite

Aufnahme

Gehiuse
Substrat
Chips

Chipoberfliche

Schwerpunkt

Produktsubstrat
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15 Zwischenrdume
16 Bondkammer
17 Fixierstellen
18 Spiel

Bondrichtung B
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Druckiibertragungseinrichtung zum Bonden von Chips auf ein Substrat

Patentanspriche

Druckiibertragungseinrichtung zum Bonden einer Vielzahl von Chips

(13) auf ein Substrat (12) mit:

- einem Druckkdrper (2) zur Beaufschlagung der Chips (13) mit einer
in Bondrichtung (B) wirkenden Bondkraft, wobei der Druckkorper
(2) eine erste Druckseite (20) und eine gegeniiberliegende zweite

Druckseite (2f) aufweist, die quer zur Bondrichtung (B) verlaufen,

- am Umfang der Druckiibertragungseinrichtung (1) anbringbaren
Fixiermitteln (8, 8°, 8’’) zur Fixierung der
Druckiibertragungseinrichtung (1) an einem Haltekorper (9) in der

Bondrichtung (B), und

- einer Gleitschicht (3) zur gleitenden Bewegung des Druckkdrpers

(2) quer zur Bondrichtung (B).
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Druckiibertragungseinrichtung nach Anspruch 1, wobei die
Fixiermittel (8, 8’, 8’) quer zur Bondrichtung (b) elastisch
ausgebildet sind.

Druckiibertragungseinrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, bei der die Fixiermittel (8, 8, 8’’) als Klemmen zur
Klemmung des Druckkdrpers (2) in Richtung des Haltekdrpers (9),
insbesondere mit dazwischen angeordneter Gleitschicht (3),

ausgebildet sind.

Druckiibertragungseinrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, bei der der Druckkérper (2), insbesondere hinsichtlich
Material und/oder Abmessungen, derart gewahlt wird, dass seine
Wirmeausdehnungseigenschaften zumindest in Querrichtung zur
Bondrichtung (B) mit den Wirmeausdehnungseigenschaften des

Substrats (2) korrespondieren.

Druckiibertragungseinrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, bei der eine zumindest in Bondrichtung (B) elastische,
insbesondere an Zwischenrdumen (15) der Chips (13) unterbrochene,

Schicht (6) zum Druckausgleich vorgesehen ist.

Druckiibertragungseinrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, bei der zwischen dem Druckkdrper (2) und den Chips (13)
eine harte, insbesondere an Zwischenrdumen (15) der Chips (13)
unterbrochene, Schicht (7) zur unmittelbaren Druckiibertragung auf

den Chips (13) vorgesehen ist.
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Druckiibertragungseinrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, bei der der Druckkérper (2) am Umfang der ersten
Druckseite (20) angeordnete Fixierstellen, insbesondere in Form

eines, vorzugsweise ringformigen, Riicksprungs, aufweist.

Bondvorrichtung zum Bonden einer Vielzahl von Chips (13) auf ein

Substrat (12) mit:

einer Druckiibertragungseinrichtung (1) nach einem der

vorhergehenden Anspriiche,

- dem Haltekdrper (9),

- einer Aufnahme (10) zur Aufnahme des Substrats (12),

- Heizmitteln zum Heizen des der Chips (13) und des Substrats (12),

- Antriebsmitteln zum Erzeugen der Bondkraft, insbesondere durch

Bewegung des Haltekérpers (9) in Bondrichtung (B).



